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IEC 60204-1が要求するEMC (電磁両立性) 
 
■ IEC 60204-1（Edition 6）: 2016  *JIS B 9960-1:2019 
    機械類の安全性 －機械の電気装置－ 第1 部：一般要求事項 
    Safety of machinery – Electrical equipment of machines  – Part 1: General requirements 
 

(1) 適用範囲 
稼働中に人の手で運搬、作業ができないような機械に使用され、電気･電子･プログラマブル電子の装置、及びシステム

に適用される。また、連携して稼働する統合された機械、システム装置にも適用される。 
 

(2) 電磁両立性（EMC）に対する要求事項 
EMC要求は、前版(2005年)から変更され、実装されている電気装置は，その意図する運転環境において適正とされるレベ

ルを超える電磁妨害を発生しないこと、また十分なイミュニティ（電磁耐性）をもたなければならないことが要求されている。 
 

<規格書の4.4.2 電磁両立性（EMC）の要求> 
下記の全ての条件が満たされていない場合、電気装置にはエミッション(EMI)、及びイミニティ(EMS)試験を行う。 
－ 組み込まれた機器･構成品は、関連する製品規格（又は基本規格）に規定されている意図するEMC環境における

EMC要求事項を満たすこと。 
 
－ 電気設備の配線は、相互作用（配線、遮蔽、接地など）について、機器･構成品に関する供給者の指示に従うこと。

尚、製造元から得られない場合は、参考用の附属書H に従う。 
※EMC規格（基本規格：Generic standards） 
 ･住宅，商業及び軽工業環境 

IEC 61000-6-1 : Part 6-1  Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments 
IEC 61000-6-3 : Part 6-3  Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments 

          ･工業環境 
IEC 61000-6-2 : Part 6-2  Immunity standard for industrial environments 
IEC 61000-6-4 : Part 6-4  Emission standard for industrial environments 
 

(3) 電磁的影響を低減方策（附属書H） 
電界放射･伝導放射（EMI)を低減する方策として下記の方法が参考記載されている。（要点） 
 

1) サージ保護部品（機器）、又はノイズフィルタを使用する。 
2) ケーブルの導電シース（外装、スクリーンなど）を保護ボンディング回路に接続する。 
3) 磁気誘導ループが電気回路上に出来ることを避ける（電源の配線分離、及びデータの回路配線に共通の経路を選択） 
4) 電源ケーブルは、信号、又はデータケーブルから分離して配線する。 
5) 電源ケーブルと信号ケーブルとを交差させる必要がある場合は、直角に交差させる。 
6) 保護導体に誘発される電流を低減するために同芯導体があるケーブルを使用する。 
7) モ－タ－とコンバータとの間の電気的接続は、対称多芯ケーブルを使用する（例：個別保護導体をもつ遮蔽ケーブル） 
8) EMCの要求事項に従った信号及びデータケーブルを使用する。（メ－カ－の取扱説明書に従う） 
9) 機械の導電性構成品に対して適切な等電位ボンディングを行う。（バイパス導体の設置も考慮） 
10) 等電位ボンディングの接続は、可能な限り短くすること（インピーダンスの低減、高周波数伝導の編組線の使用を考慮） 
11） 高周波数機器は、その基準電圧が機能接地導体から供給される接地電位となるように接続は出来るだけ短くする。 

 

H.4 ケーブルの分離及び間隔  

同じ経路を共有する電源ケーブルとデータケーブルの分離、及び間隔などについて、具体的に図示して説明している。 
※詳細は、規格書参照 

1． 金属製収納容器を用いた最小分離距離表 (表H.1－図H.2) 
2． 分離、及び隔離の例 (図H.2 及び図H.3) 

- 対象箇所： ･電源ケーブル  ･信号ケーブル  ･補助回路  ･高感度回路（計測回路） 
3． 金属製ケーブルトレイ内のケーブル配線 (図H.4） 
4． 金属製のケーブルトレイ又はケーブルトラッキングシステムの間の接続 (図H.5） 
5． 防火障壁部分における金属製ケーブルトレイの中断 (図H.6） 

 
H.5 機械の並列電源  JIS C 60364-1 参照 
 
H.6 駆動システム（PDS）を用いる場合の電源インピーダンス 
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(4) EMC対策の種類 
1) 対策は、大きく分けて、基板レベル、筐体シ－ルド、ケ－ブル配線の3種類が考えられる。  

1. 基板レベル 
       基板のア－トワ－ク段階でグランドパタ－ン、クロックノイズ発生の抑制、及びEMI対策としてEMIフィルタを使用する。 
 

2. 筐体シ－ルド 
       基準となるGNDを決め、ル－プとならないように、なるべく低インピ－ダンスとなるように接地(GND)する。 
 

3. ケ－ブル配線 
       入出力の分離、不要輻射の影響があるケ－ブルの単独、又は分離した引き回しにする。 
       （伝導放射ノイズなどは、フィルタの通過前と通過後の分離に注意が必要） 
     

 
2) 具体的な対策 

1. 回路での対策 
･ル－プを作らない 
･低周波回路では1点ア－ス、高周波回路では多点ア－スにする。 
･アナロググランドとデジタルグランドを分離する。  
･回路の基板パタ－ンは出来るだけ太く短くする。 
･電源ラインとグランドラインは平行にする。 
･電源グランド間に高周波コンデンサを入れる。（ICなどの電流ル－プを小さくする） 
･使用しない入力ポ－トは、グランドへプルダウンするか、電源でプルアップする。 
･多層基板で電源パタ－ン層、グランドパタ－ン層をつくりノイズを低減する。 
･高感度の素子は、信号源から話して実装する。 
･能動素子(トランジスタやIC)は、電源線とア－ス線との間に配置しない。 

 
2. 部品での対策 

･リレ－やモ－タ－などのインダクタンス負荷に対してサ－ジ回路を入れる。 
･フィルタや電源トランスの一次側と二次側のリ－ド線は出来るだけ離す。 
･コモンモ－ドチョ－クを使用する。（同相成分とア－ス電圧分の阻止） 

 
3. シ－ルティングでの対策 

･磁界シ－ルドは、誘電率の高い材料で遮蔽する。 
･高周波磁界の場合、誘電率の高い材料で遮蔽する。 
･シ－ルド材は、ア－スの連続性を考慮して必ず接地する。 
･エンクロ－ジャ－の開口部は、出来るだけ小さくする。 
 

4. 配線での対策 
･パタ－ンやリ－ド線のインダクタンス、キャパシタに注意する。 
･フラットケ－ブルでクロック線を出す場合は、グランド線を隣接して配線する。 
･伝送線は、入出力のインピ－ダンスを整合させる。 
･電源線と信号線は出来るだけ離す。 
･ツイストペア、又はシ－ルド線、同軸ケ－ブルを使う。 
･配線は、出来るだけ短くする。 
･コネクタの入出力端子は、高レベル信号端子と微弱信号端子を離す。 

  

出典: 三菱電機エンジニアリング（株）
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(5) EMI対策の事例                    
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(6) EMC関連情報 *下記URL参照 
 
1) CEマーキングと EMC指令 

     https://fujisafety.jp/files/aboutus/c1-29.pdf 
 

2) EMC指令の整合 規格と試験法 
     https://fujisafety.jp/files/aboutus/c1-30.pdf 
 

3) 業務計画書 製品安全・EMC (CEマ－キング 
     https://fujisafety.jp/files/aboutus/c1-2.pdf 
 

4) CEマーキング技術文書 
https://fujisafety.jp/files/aboutus/c1-10.pdf 
 

5) 外部EMC試験施設の上手な活用法 
      https://fujisafety.jp/files/aboutus/c1-4.pdf 
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